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สื่่�อบันัทึกึข้อ้มูลูในตัวัประหยัดัพลังังานสูงูที่่�ลงตัวัที่่�สุดุสำำ�หรับั
อุปุกรณ์พ์กพา, IoT และส่ว่นการใช้ง้านแบบฟังัก์ช์ั่่ �นสำำ�เร็็จ 
(embedded) ที่่�มีี ข้อ้จำำ�กัดัด้า้นพื้้�นที่่� 

Kingston มีสี่ว่นประกอบ eMCP มาตรฐาน JEDEC ให้เ้ลือืกสรร โดย eMCP 

จะติดิตั้้�งรวมกัับ Embedded MultiMedia Card (e•MMC) และ Low-Power 

Double Data Rate (LPDDR) DRAM ภายใต้แ้พคเกจ Multi-Chip Package 

(MCP) ในขนาดที่่�แสนกะทััดรััด ผลิติภััณฑ์ด์ัังกล่า่วสามารถประสานการ
ทำำ�งานได้อ้ย่า่งลงตััวยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้ม้ีขีนาดโดยรวมเล็็กลง eMCP จึึงเป็็นสื่่�อ
บัันทึึกข้อ้มูลูในตััวที่่�ยอดเยี่่�ยมและเป็็นหน่วยความจำำ�ที่่�ดียีิ่่ �งสำำ�หรัับอุปุกรณ์์
ที่่�มีขี้อ้กำำ�จััดด้า้นพื้้�นที่่� เช่น่ สมาร์ท์โฟน แท็็บเล็็ต อุปุกรณ์ส์วมใส่ ่และ 
“Internet of Things” (IoT)
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eMCP

เลขชิ้้�นส่ว่นและรายละเอีียดทางเทคนิคิสำำ�หรับั eMCP

eMCP มาตรฐาน LPDDR3

เลขชิ้้�นส่ว่น
ความจุุ มาตรฐาน แพคเกจ

FBGA อุณุหภูมูิกิาร
ทำำ�งานNAND

(GB)
DRAM
(Gb) eMMC DRAM (mm)

04EM04-N3GM627 4 4 5.0 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถึึง +85°C

08EM08-N3GML36 8 8 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถึึง +85°C

16EM08-N3GTB29 16 8 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถึึง +85°C

16EM16-N3GTB29 16 16 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถึึง +85°C

32EM16-N3GTX29 32 16 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถึึง +85°C

32EM32-N3HTX29 32 32 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.1 221 -25°C ถึึง +85°C

64EM32-N3HTX29 64 32 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.1 221 -25°C ถึึง +85°C

eMCP มาตรฐาน LPDDR4x

เลขชิ้้�นส่ว่น
ความจุุ มาตรฐาน แพคเกจ

FBGA อุณุหภูมูิกิาร
ทำำ�งานNAND

(GB)
DRAM
(Gb) eMMC DRAM (mm)

04EM08-M4EM627 4 8 5.1 LPDDR4x 8x9.5x0.8 149 -25°C ถึึง +85°C

16EM16-M4CTB29 16 16 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถึึง +85°C

32EM16-M4CTX29 32 16 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถึึง +85°C

32EM32-M4DTX29 32 32 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถึึง +85°C

64EM32-M4DTX29 64 32 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถึึง +85°C

128EM32-M4DTX29 128 32 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.1 254 -25°C ถึึง +85°C

IoT

อุปกรณ์สวมใส่

AI Accelerators

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

กลุ่่�มตลาด

•	 เทคโนโลยีแีฟลช NAND แบบมีรีะบบจััดการที่่�ช่ว่ยลดความซับัซ้อ้นใน
การออกแบบและกำำ�กัับดูแูลผลิติภััณฑ์โ์ดยอาศัยัอินิเทอร์เ์ฟซ eMMC 
มาตรฐานอุตุสาหกรรม ซึ่่�งช่ว่ยลดความยุ่่�งยากในการออกแบบและวง
รอบในการประเมินิคุณุสมบััติใินการทำำ�งานลงได้อ้ย่า่งมาก 

•	หน่วยความจำำ�และสื่่�อบัันทึึกข้อ้มูลูที่่�มีกีารบูรูณาการในระดัับสูงูช่ว่ยลด
พื้้�นที่่�ที่่�ต้อ้งใช้ไ้ปกัับการออกแบบระบบ ทำำ�ให้ ้eMCP เป็็นผลิติภััณฑ์ท์ี่่�
เหมาะอย่า่งยิ่่�งสำำ�หรัับฟอร์ม์แฟคเตอร์ข์นาดเล็็ก  

จุดุเด่น่ที่่�สำำ�คัญั
•	Low-Power DRAM ช่ว่ยลดอััตราการใช้พ้ลัังงานโดยรวม ทำำ�ให้ ้eMCP 

เป็็นผลิติภััณฑ์ท์ี่่�มีปีระสิทิธิภิาพสูงูสำำ�หรัับส่ว่นการใช้ง้านที่่�ต้อ้งอาศัยั
พลัังงานแบตเตอรี่่� เช่น่ อุปุกรณ์ส์วมใส่ ่และอุปุกรณ์ ์IoT แบบพกพา 

•	ลดความซับัซ้อ้นในการจััดทำำ� Bill of Material เนื่่�องจากจำำ�นวนส่ว่น
ประกอบที่่�ลดลง  

•	ส่ว่นกำำ�หนดค่า่เฟิิร์ม์แวร์ท์ี่่�มีใีห้เ้ลือืกใช้ห้ลากหลายตามเงื่่�อนไขการ
ทำำ�งานของคุณุทั้้�งในด้า้นประสิทิธิภิาพ พลัังงานและอายุกุารใช้ง้าน

เอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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